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Quad Hybr|d Pixel Module Per garantire una resa ottimale e affidabilita di esercizio a lungo termine nell'ambiente ostile di I Tk Longitudinal Layout
HL-LHC, e necessaria una certificazione di qualita (QC) rigorosa dei circuiti stampati prima st i

dell’lassemblaggio del moduli. | FLEX vengono sottoposti a test, che includono: l'ispezione visiva, la

Parylene coating
(“5pum)

ITk Strip

Wirebonding Endcap

(700 wires metrologia meccanica e la validazione elettrica. Questi sono eseguiti sia prima che dopo aver
s e popolato i FLEX con la componentistica elettronica [REF 1]. Il 10% dei FLEX sara certificato in ltalia.
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comprendente 4 unita;
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LV-HV tests
1. Misure per ogni FLEX:

A. Resistenza elettrica delle
linee di alimentazione di
potenza (Vcc e GND),

B. Corrente di leakage della
capacita di bypass per l'alta
tensione misurata a -975V,

C. Resistenza elettrica del

- termistore NTC,

Yk i D. Stabilita dei risultati in 20

- - minuti d’integrazione.

2. Misure registrate con

N ° GND- e 1
PICO-LOGGER su PC.
VIN+ T GND+ .
l:l_\(r_it C SANDWICH PLBS: 3. Nodi elettrici del FLEX polarizzati
F_ PICO e POGOPIN CARD (UP)

HVret H

CIRCUITO ELETTRICO
HV-LV TEST SETUP

— OGGER e FLEX (MIDDLE) con POGOPIN card.
PCB e GND plane CARD (DOWN)
Metrologia GO-NO GO JIGs di METROLOGIA
Misura Z degli stack- up Iayers .
e Ak UP TN O Verifica della corretta p03|2|one ed altezza dei componenti Controllo della posizione e larghezza dowel holes

YTl
Layer Material I:::::‘“e:; DOWE l h O | e C h eC k t00|
solder mask | TAIYO PSR-9000 20um - \
Cu plating 15um . Angled pin. The lines mark
1 sF202 12um the region 3.0mm to 3.1mm.
2012DRN250A Pl base Film S0um / If the flex doesn’t lie
Bonding film  SF315B 25 20um | / between these lines the
<202 12um | holes are out of spec
L2-3 1012DRN250A Pl base Film 25um
12um
Cu plating 15um
25um
Coverlay SF305C 1025
Polyimide Film 25um
Finished Board Thickness 0,23mm +/-0,04
Description
1 L+TCu+TSM

2 L+TCu+ENIG

3 L+MCu

4 L+BCu+ENIG

S L+TCu+BCu+ENIG(2)
6 L+MCu+BCu+ENIG

7 L+TCu+ENIG+MCu . . g
8 L+TCu+Mcu+BCu+ENIG(2) e e e R T EC R
9 L+TCu+TSM+MCu+BCu+BCL el B FRIRLAH TN LR
10 L+ TCUu+ENIG+MCu+BCu+BCL

11 L+ TCUu+ENIG+MCu+BCu+ENIG

12 Laminate(L)

Referenze: Conclusioni:

1. QA/QC procedures for the ITk Pixel Flex PCB e Una efficace certificazione di qualita dei FLEX si e dimostrata cruciale per
(AT2- IP-AP-0009) evitare ritardi nella produzione dei moduli pixel di ATLAS ITk;

2. Technical Specification for ITk Pixel Modules e Al sito INFN di Lecce si e in grado di eseguire un testing completo del FLEX in
(AT2- IP-ES-0009) circa 35 minuti e, mediamente, si analizzano 40 FLEX per settimana;

3. Production Flow and QA/QC of Module Flex PCB  Attualmente la collaborazione ha prodotto:
(AT2-1P-QA-014) e 318 IS FLEX di pre-production,

e 795 OS FLEX di pre-produzione,
e 970 OS FLEX di produzione.




